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 الممخص:

يعد مفيوـ العزؿ مف المفاىيـ الميمة والأساسية في الدراسة الحالية لاسيما 
اعتماد تبادلية التأثير ما بيف نظامي ي ف ،جياز الحاسوبعمؿ التكنولوجية منيا في 

 لممكوناتالتبريد المناسبة داء أنظمة أالعزؿ الحراري والمائي مف خلاؿ مستويات 
الحاسوب بنظاـ  تعزيز عف فضؿً  ،ممحرارةف 5فر4لقب تنت ؽة المنتجة الإلكتروني
تـ تناوؿ  ،معالجة المشكمة البحثيةولتحقيؽ ىذا اليدؼ و  ،مخاطر الماء حماية مف

جراء استعراض  ،دراسة مستويات متعددة مف المفاىيـ والأساليب التقنية لمعزؿ وا 
لأساسيات اعف أىـ أنظمة التبريد المتبعة مف خلاؿ  فضلًا  ،لمحواسيب المنتجة لمحرارة

ودراسة علاقة نظاـ العزؿ المائي  ،العممية لانتقاؿ الحرارة بالتوصيؿ والحمؿ والإشعاع
فضلا عف ماىية دور المؤثر البيئي مف خلاؿ  ،بالمنافذ المتعددة في مجسـ المنتج

مستويات العزؿ الحراري والمائي في الفضاء الداخمي وعلاقتو بأداء أنظمة العزؿ 
و ومديات التأثير المتبادؿ عمى المكونات المادية والبرمجية بأداء الحراري والمائي في

شكؿ وعلاقتو بالتكويف الداخمي لمنظومة لالحاسوب كذلؾ بياف المعالجات التصميمية 
للأسس والعناصر  الجماليةسيامات العزؿ مف خلاؿ المستحدثات التقنية فضلا عف الإ

  التصميمية في بنية العزؿ لممنتج الصناعي.

 
 

 

 

 
 

 .)حاسوب ،عزؿ، حرارة، تصميـ) الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The concept of isolation is one of the important and basic 

concepts in the current study, especially technological, in the work of 

the computer, In adopting the interchangeability of influence between 

the thermal and water insulation systems through the performance 

levels of cooling systems appropriate to electronic components 

producing heat as well as strengthening the computer with a system of 

protection from water risks, To achieve this goal and address the 

research problem, a study examined multiple levels of concepts and 

technical methods of insulation, and conducted a review of computers 

producing heat, as well as the most important cooling systems 

followed through the scientific foundations of heat transfer by 

conduction, pregnancy and radiation, And a study of the relationship 

of the waterproofing system with multiple outlets in the product 

model, as well as what the role of the environmental influence is 

through the levels of thermal and water insulation in the internal space 

and its relationship to the performance of thermal and water insulation 

systems in it and the extent of mutual influence on the physical and 

programmatic components of computer performance, As well as a 

description of design treatments for the shape and its relationship to 

the internal composition of the insulation system through technical 

innovations as well as aesthetic contributions to the foundations and 

design elements in the insulation structure of the industrial product. 
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 :المقدمة

، لاسيما مفتوح والدقيؽ مع القضايا الفنيةيتميز التصميـ الصناعي بالتعامؿ ال
الصناعية وعمى وجو ذ تدخؿ فمسفة الإبداع لبعض النتاجات ؛ إالجمالية منيا والوظيفية

وصولا  ،لكترونية معقدةا  تحتوي عمى منظومات كيربائية و التي التحديد أجيزة الحاسوب 
تكاممية الملائمة الوظيفية وجمالية التصميـ الخارجي التي تتناسب بالأداء والعمر  إلى

، وعمى الرغـ مف اختلاؼ الأنظمة الشكمية الإلكترونيالافتراضي لعمؿ ىذا الجياز 
وافرة لا تؼِ بالغرض المصممة مف ف المعالجات المتإلا إآخر،  إلىوالوظيفية مف جياز 

ة بفعؿ الإلكترونيا بتأثيرىما المباشر والمسبب بتمؼ المنظومة الكيربائية و جميا، قياسً أ
ذ يغفؿ بعض إ ؛ارتفاع درجة حرارة المنظومة الداخمية ناىيؾ عف عرضيا لدخوؿ الماء

الوقائي والسبؿ والرؤيا المستقبمية لمجانب ميف أىمية منظومة العزؿ للأجيزة المصم
 ؛الممكنة لدعـ وحماية مفاصؿ حيوية مف تكويف الجياز الميددة بالتأثير الحراري والمائي

دراسة  إلىغمب أجيزة الحواسيب الأساسية لدى المستخدميف تفتقر أف أإذ لاحظ الباحث 
خذ بالاعتبار تيديد التأثير المائي ضمف المحددات أنظمة العزؿ الحراري مع الأ

ف بعد ، ومءوالما ة الموظفة مما يتطمب منظومة عزؿ متكاممة عف الحرارةالتصميمي
 التالي:يجاز إشكالية البحث بالسؤاؿ إيمكف استعراض المقدمة 

  ؟ما هي أساليب العزل الحراري والمائي المتبعة في تصميم المنتجات الصناعية

تؤمف حماية وىؿ ىناؾ تبادؿ وظيفي بيف نظامي العزؿ الحراري والمائي التي 
 إلىالوصوؿ وىذا بدوره يقودنو ىدؼ البحث والمتمثؿ في  المنتج مف تأثيرىما؟

 إلىتحد مف ارتفاع درجات الحرارة وتمنع اختراؽ الماء  تقنية في التصميـ معالجات
 المنتج الصناعي )الحاسوب(.
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 طار النظري:الإ -أولً 

 علاقة العزل الحراري بأجزاء منتج الحاسوب: .1

نو الوسيمة التي يمكف أ (Thermal Insulationالعزؿ الحراري ) عديمكف 
( Heat Gainبوساطتيا المحافظة عمى المنتج مف خلاؿ تخفيض قيمة الكسب الحراري)

لىمف و   (Thermalليذه الغاية مواد ممانعة ومقاومة، وتستخدـ الشاغؿ لمحرارة الحيز ا 

Resistance R-Valueقؿ حرارةجزاء المنتج( والأأ كثر حرارة( توضع بيف الوسط الأ 
وكمما ازدادت مقدرة المادة عمى تحمؿ الطاقة ازداد  ،)محيط المنتج(

يُعد التوصيؿ الحراري  ،خرآومف جانب  ،ىذا مف جانب ،(11ص ،2005،نفعيا)النعيمي
و وسطيف يتـ مف خلاؿ استقطاب وسحب الحرارة أشكاؿ العزؿ بيف جسميف أمف  شكلًا 

جيزة أنابيب و أة داخؿ المنتج عبر الإلكترونيجزاء في الوسط والمنبعثة مف الأالمنتشرة 
ا يصدر و ميكانيكي  أا ف أي نظاـ كاف كيربائي  أذلؾ  ؛(6-3ص ،2212،)العمري موصمة

ا مستمر يؤدي لكترونات( يولد جيدً طاقة حرارية نتيجة لوجود تشغيؿ)احتكاؾ بيف الإ
ويتطمب ذلؾ نظاـ تبريد يجعؿ معدؿ حرارة  ،التسخيف وارتفاع درجة الحرارة إلىبالتالي 
ىـ الأجزاء التي تتطمب أويمكف بياف  ،فضؿأة مستقرة لأدائيا بشكؿ الإلكترونيالشرائح 

 .(16-11ص ،2229،)العرابيلنظاـ العزؿ: 

  :(The Box)الصندوق  (1-1)

و لدائنية وىو الجزء أمف مواد معدنية الأساس المصنع غلاؼ وال الييكؿيعتبر 
 وتييئة بيئة مصممة لإبقاء المكونات الداخمية باردة لتحقيؽ العزؿالميـ 
 .(6-5ص،2213،)البياتي

 : (Monitorالشاشة ) (1-2)

جزاء أو متصؿ مع أوتأتي بشكؿ منفصؿ  ،تُعد مف مكونات الحاسوب الميمة
طار لدائني إالحاسوب الرئيسة فضلا عف عدىا الواجية الرئيسة لممستخدـ وتتغمؼ ب
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)مغطاة  ربعة تثبت عمييا الشاشة بوساطة البراغي المحورية المخفيةمف جوانيا الأ
طار بيف الإ الماء ماو أبغلاؼ لدائي متحرؾ( وبيذهِ تعد مف مخاطر دخوؿ الرطوبة 

 .ص نت( ،2213،المريسي) ،والشاشة في الحاسوب المكتبي والمحموؿ

  (:Power Supplyمجهزة القدرة) (1-3)

دور ىذا يكوف  ،لذا ،ارتفاع حرارتو إلىنتيجة لمجيد المستمر لمتيار يؤدي 
الخارج مف مزود الطاقة  إلىلسحب الحرارة مروحة تؤدي وظيفتيف التكويف مف خلاؿ ال

  (Miller،2002،p88-89)ة الإلكترونيجزاء لأابعثة مف ا الحرارة المنيضً أو 

  (:Motherboard)م الموحة الأ (1-4)

خاديد والبطاقات الأوتثبت عمييا  ،التي يبنى عمييا الحاسوبوىي القاعدة  
وابر التوصيؿ بالييكؿ لتشغيؿ المصابيح  ،المنفصمة مثؿ بطاقة المودـ والصوت والفيديو

قراص )قاعدة سيراميؾ( ومشغلات الأ وتحتوي عمى مقابس لتركيب المعالج ،والسماعة
ومف  ،(27ص،1992،)احمد ناصيفجيزة التبريدأالصمبة والضوئية فضلا عف مثبتات 

-CPUىي وحدة المعالج المركزية) ،ـ ارتفاع لمحرارةجزاء الرئيسة في الموحة الأىـ الأأ

Central Processor Unit)،  يتكوف المعالج مف مجموعة مصنعة بوساطة الترانزستورات
 ا مف( تثبت في شريحة صغيرة جد  integrated circuitsتسمى الدوائر المتكاممة )

كيرباء  إلىوذلؾ لإيصاليا بالإبر التي تكوف أسفؿ غلاؼ المعالج وىي تحتاج  ؛السميكوف
كثر أعمى وحرارة أتعني استيلاؾ طاقة  ،عمىلتعمؿ وجيد مستمر وكمما زادت الفولتية الأ

المؤسسة العامة لمتدريب ( مميوف ترانزستور)125،000،000كثر مف )أ إلىوالتي تصؿ 
 وتتوع ،(49-45ص،2227،اتالإلكترونيساسيات الكهرباء و أ) ،التقني والمهني

( لقياس درجات sensorsالمعالجات الحديثة بوجود نوعيف مف مجسات الاستشعار )
في داخؿ  (T-junctionوالثاني) ،يقيس حرارة السطح المعدني (T-case) وؿالأ :الحرارة

 ( التالي: 1)وكما مبيف في الجدوؿ  core)كؿ قمب)
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 الحرارة القصوى عدد النواة تردد سرعة المعالج المعالجاسم  ت
1 Intel Atom ghz 800 mhz - 1.86 1-2 - 

2 Intel® Core™2 ghz 2.33 - 3.20 2-4 C◦85 

3 intel®core™i3  2.93 - 3.06 ghz 2 C◦105 

4 intel®core™i5   2.40 - 3.46 ghz 2-4 C◦105 

5 intel®core™i7   2.53 - 3.33 ghz 4-6 C◦100 

 ( 1جدول)

 نتل الأميركية ومقدار المقاومة الحرارية لمكوناتهإيبين أنواع المعالجات لشركة 
(http://ark.intel.com) 

( Heat Sinkالمبدد الحراري )ن ػة مػد مكًنػة تبريػمنظًمتطمب يوبذلؾ 
خر مف حيث متطمبات التصنيع آ إلىسموب متغير مف نظاـ ىذا الأ (Fanالمروحة )ً

، ديويا مف مصفوفة رسومات الفـ أيضً وتتكوف الموحة الأ ،والاستخداـ لغرض التبريد
 (GPU-Graphics Processing Unit) غمبيا معالجألكترونية تتضمف إشريحة وىي 

 خريتـ ثتبيتو عمى لوحة مخصصة مرتكزة عمى شقوؽ في الموحة الأـ )والبعض الآ
 ظيار الصورة بوساطةإمنيا يخمو مف المعالج ويعتمد في 

(videoram)(22ص ،2006،الجندي)،  وليا مخرج واحد عمى الأقؿ لتوصيؿ مقبس
جيزة المحمولة لمعرض الصوتي جيزة المكتبية ومقبسيف في الأشاشة العرض في الأ

وبذلؾ تطمؽ حرارة عالية أثناء العمؿ  ،منفصمةو أشكاؿ متصمة أوتكوف بعدة  ،والمرئي
 .(C◦97- 87(تصؿ لػ)GPUمماثمة لوحدة المعالج )

 :بأجزاء المنتج الصناعيعلاقة العزل المائي  (1-5)
جيزة أتتعرض المنتجات الصناعية التي تعمؿ بالطاقة الكيربائية لا سيما 

ولعؿ  ،دائياأا عمى ظيور مشكلات تؤثر سمبً  إلىظروؼ بيئية تؤدي  إلىالحاسوب 
ثير )الماء والسوائؿ والرطوبة وحتى منيا في اليواء( يمتد أمف المشاكلات الناتجة ت

بسبب تجاىؿ بعض الشركات  ؛ةالإلكترونيجزاء المنتج بتمؼ الأضرار في الإ إلى

http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/products/75107/Intel-Core-i3-4010U-Processor-3M-Cache-1_70-GHz
http://ark.intel.com/
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ف فكرة منع أغمب منجاتاىا في توظيؼ نظاـ عزؿ مائي متكامؿ، ذلؾ أالمصنعة في 
مصرؼ يتـ  إلىالجسـ المراد عزلو وتحويؿ مسارىا  إلىقطرة الماء مف الدخوؿ 

ج المختمفة لمنع تسرب لمنتفي معالجة تجاويؼ والمنافذ المتعددة في مساقط ا ،اختياره
ساليب أالرطوبة بوساطة و أو مف خلاليا فضلا عف مقاومتو لبخار الماء ألييا إالماء 

سكان )مجمس وزارء الإةالإلكترونيجزاء تطرحو بعيدا عف الأ وأومواد تمنع النفاذ 
 -ثير الماء:أىـ المنافذ المعرضة لتأويمكف توضيح  ،(18-13ص ،2212،والتعمير

 (:شير)الفارةأداة التا  و  ،لوحة المفاتيح زرارأمنافذ  (1-6)
(Keyboard & Mouse)  

ومجموعة مف الدوائر  ،اا خاص  فيي تمتمؾ معالجً  ،اا مصغرً عد لوحة المفاتيح حاسبً تُ 
عبارة عف شبكة مف الدوائر  :(Key matrixة تسمى مصفوفة المفاتيح)الإلكتروني
مادة غشائية تسمى مطاط سفؿ المفاتيح مصنوعة مف أة تقع مباشرة الإلكتروني
لى( تعمؿ عمى نقؿ المعمومات مف و Silicon rubberالسميكوف)  ،معالج الحاسوب الرئيس ا 

( Touchpadجيزة المحمولة تستبدؿ الفارة بموحة حساسة لممس)عف ذلؾ نرى في الأ فضلًا 
وفي الاجيزة الموحية تعمؿ لوحة المفاتيح والفارة بالممس معا.)مركز استكشاؼ 

منافذ لوحة المفاتيح مما وتتأثر الفارة بمرور الماء مف خلاؿ ، (3-1ص ،2012،العموـ
جيزة الموحية عمى شاشة فضلا عف الأ ،جيزة المحمولةعطب مكوناتيا في الأ إلىيؤدي 

 .(1الشكؿ) :انظر ،(39ص ،2006،العرض بتقنية الممس)الجندي

 

 

 
 (1شكل )

 (.8ص ،)كيف تعمل لوحة مفاتيح الحاسوب(، المفاتيحسفل لوحة أيبين منافذ والغطاء العازل 
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  :مالمنافذ المدمجة بالموحة الأ (1-7)
خراج دخاؿ والإىـ منافذ الإأ( مف com portتعد منافذ الاتصاؿ التسمسمي )

للأجيزة  التسمسمي بت بعد بت الإلكترونيرساؿ ذ تسمح بالإ؛ إفي الحاسوب الإلكتروني
وتكوف متصمة بالموحة  ،خراج المعموماتا  دخاؿ و إالطرفية مثؿ الماسحات الضوئية لغرض 

و في ألكترونية تقع في الجزء الخمفي في الحاسب المكتبي إـ عمى شكؿ مخرجات الأ
خؿ عمى شكؿ لوح داولو مكاف محدد في ال ،الجوانب في الحاسب المحموؿ والموحي

خر بصورة فيزيائية مثبت عمى ىيئة مقبس في الموحة آلكتروني مصغر يتصؿ بجياز إ
و أقؿ في كؿ حاسوب المحموؿ ويكوف عمى شكؿ مستطيؿٍ مصغر واحد عمى الأ ،ـالأ

ومف  ،ىذا مف جانب ،( لمنفذ لوحة المفاتيح والفارةPS/2و عمى شكؿ دائري )أالمكتبي 
كثر ( ىو الأUSB- Universal Serial Busف المنفذ التسمسي العاـ )أجانب آخر 

ة ومنيا الفارة الإلكترونيجيزة ي نوع مف الأأوبوساطتو نستطيع ربط الحاسوب ب ،ااستخدامً 
( خطوط 4خذ تغذيتو الكيربائية مف المنفذ نفسو ويتخمؿ مركزهً )أوىو ي ،ولوحة المفاتيح

داخؿ الحاسوب موزعة عمى جوانبة  إلى(اخاديد نافذة 10توصيؿ مرنة فضلا عف )
جيزة ذات أدخاؿ وتعتمد الشكؿ المستطيؿ المجوؼ لتوصيؿ الداخمية تتوافؽ مع كابؿ الإ

نواع وموديلات متغيرة السرعة أوىو عمى عدة  ،طاقة استيلاكية ضعيفة مثؿ الفارة وغيرىا
 ،)العرابي( Fire wire( فضلا عف المنفذ الناري)usb2.0-usb 3.0في نقؿ البينات )

( لتوصيؿ شاشة D-SUB( منافذ )4وتتضمف) VGAكذلؾ منافذ  ،(33-30ص
 ( لنقؿ الصورة والصوت ويكوف متصلًا HDMIو )أ(المتوازي الشكؿ DVIالحاسوب و )

" وىو عبارة عف لوح متصؿ بالموحة Ethernet Portفضلا عف منفذ شبكة " ،ـبالموحة الأ
ذ إ ؛الداخؿ وكذلؾ بطاقة الصوت إلى ـ يتضمف مخرج مربع الشكؿ مجوؼ نافذالأ

جيزة الحديثة تصمـ بمنفذ واحد ( وفي الأhead phone-microphoneتتضمف منفذيف )
 .(49-45ص ،2007،بنية الحاسب،)المؤسسة العامة.مشترؾ الوظائؼ
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 : ( تقنيات التبريد لعزل الحرارة1-8)
  ن انتقال الحرارة بالتوصيل:أ( تقنية 1-8-1)

حداث وسطيف داخؿ مادة صمبة والذي تقنيات العزؿ الحراري لإحدى إتعد 
  -يتأثر بعوامؿ ثلاثة وىي: 

 .معامؿ التوصيؿ الحراري )كمما زاد الفرؽ زاد معدؿ انتقاؿ الحرارة(1
الفرؽ بيف درجتي حرارة المستوييف)كمما زاد الفرؽ كمما زاد معدؿ سرياف .2

 الحرارة(. 
المستوييف )كمما زادت المسافة بيف .المسافة بيف 3

كمما قؿ معدؿ سرياف الحرارة(.  المستوييف
 ،لمؤسسة العامة لمتعميـ الفني والتدريب المينيا)

 (.2( انظر الشكؿ)3ص 2007،مقدمة عف التبريد
 

 تقنية التبريد بواسطة التوصيل الحراري في الحاسوب. )الباحث(

  :المادية في الحاسوبالمؤثرات البيئية عمى المكونات  (1-9)

 : الحرارة العالية (1-9-1)

وقد  تمفيا إلىة مسببة تمددىا مما يؤدي الإلكترونيتؤثر الحرارة العالية عمى الدارات 
ا نظرً  ؛ينجـ عف تغيير درجة الحرارة تمؼ الأقراص المغناطيسية المينة لوحدة التخزيف

ف إبيد  ،المكونة لمقرص بالحرارة العاليةلاحتماؿ انحناء القرص واعوجاج المادة البلاستيكية 
ىناؾ علاقة تبادلية بيف حرارة والبيئة المحيطة عمى العمر الافتراضي لأنظمة التبريد في 

وخاصة العمر الافتراضي لعمؿ المراوح مف قبؿ بعض الشركات المصنعة وكما  ،الحاسوب
 (.2مبيف في الجدوؿ)

 

 (2شكؿ )
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الفتراضيعدد ساعات التشغيل  درجة حرارة الغرفة  
25° C 95،000 hours 

40° C 75،000 hours 

50° C 63،000 hours 

60° C 54،000 hours 

(2جدول )  

 يبين تأثير الحرارة عمى العمر الفتراضي في الحاسوب
Gabrel Torres،2010،(Anatomy of Computer Fans - Hardware 

Secrets)،p6. 

 (عوامل التآكل:1-9-2)
إف دخوؿ الماء أو السوائؿ الأخرى )نتيجة لانسكابيا( خلاؿ الطبقة التحتية 

المكونات الأخرى يؤدي بالضرر فييا )أكسدة نقاط الدوائر  إلىلموحة المفاتيح وصولا 
و التقميؿ مف أولمنع  ،تعمؽ المفتاح بعد جفافو مف السائؿ( ،تراكـ الأملاح ،لكترونيةلإا

تغطي  (polyurethane) ةعازلة لدائنية عالية الشفافي ستخداـ )مادةيتمؾ التسربات 
نيا تعد معالجة مظافة وليست إلا إ( 84ص  ،2006،)الأنصاريلوحة المفاتيح 

 .ضمف نظاـ الوقاية لمموحة المفاتيح لمف تسرب الماء عبرىا
 : لية الختزال والتكثيفآنيات النظام التصميمي لمعزل وفق ( تق1-12)

عناصر ىندسية  إلىإف الاختزاؿ والتكثيؼ ىما شكؿ الفف في أي جسـ مفكؾ 
يحدداف العلاقة بيف الجسـ والأجزاء المكونة لو فيما يبتدئاف بعدة مواد  افوأنيما أسموب

الأشكاؿ التي يود إخراجيا المصمـ ومنيا ينبثؽ التكثيؼ  إلىا مجردة تختزؿ تدريجي  
ف لكؿ تقنية ا  ( و 8-7ص ،2010،التقنيات()رشافي صياغة الشكؿ والحجـ وتوظيؼ 

فعندما نتحدث عف  ،بذاتو لو خواصو التي تميزه عف نظاـ آخر كاملًا  اعزؿ نظامً 
 ،فإنيما يتضمناف انتماء الأجزاء لمكؿ الواحد )الشاشة ،الحاسوب المحموؿ والموحي
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مف مادة البيزو ـ( فمو لاحظنا الاختزاؿ التقني المكثؼ لوح الأ ،الفارة ،لوحة المفاتيح
الكيربائية الرقيقة )كريستالات مف الكوارتز والنيكؿ( مما تحقؽ متغيرات تقنية كبيرة 

ة مف عمر نضيد %30ممـ وتوفر طاقة3: مف الفراغ وبسمؾ25ا تحقؽ مساحة تقريبً 
 ،30DB إلىعف الانخفاض في الصوت يصؿ  الشحف وعدـ التأثر بالغبار فضلًا 

(Sebastian Alistair ,2012,P.net)،  ذلؾ إف التكثيؼ في التقنية يختزؿ
 .(5)انظر الشكؿ ،)المراوح والمسربات الحرارية( المكونات المادية

 

 

 

 

 

 

 (5شكل)
 )تقنية البيزو الكهربائية(. لية الختزال والتكثيف في نظام العزلآيبين 

http://gelicensing.com)) 

 : المعالجات التصميمية وفق آلية الحذف والإضافة (1-11)

قابمية التغيير في حجـ أو شكؿ عناصر  إلىإف المعالجات التصميمية تشير 
أو ىي قابمية التكييؼ داخؿ البيئة الداخمية والتغيير في  ،المنتج الصناعي الأساس

لمواجية التبديؿ والتغيير وتعدد  الاستخداميةمف المرونة  الإعطائو قدرً  ،مساحة المنتج
( Supplementوالإضافة ) ،(Deletionوفؽ آليات الحذؼ ) ،الاستخدامات

بالتالي تجبر المؤثرات  مف خلاؿ حذؼ أو إضافة تقنية، ،(29ص،2012،)صفا
الفيزيائية )الحرارة والماء( عمى المشاركة الأدائية في الإضافة التصميمية 
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الحرارة داخؿ المنتج فضلا عف تأثير واختراؽ الماء مف  ومحاولة التقميؿ مف درجات
لكؿ بعد مف أبعاد المنتج فالاقتطاع أو القص يؤمف  مف خلاؿ التغيير الشكمي ،الخارج

الداخؿ وتحقيؽ استقرار وظيفي لنظاـ العزؿ بإضافة المنافذ بعيدا  إلىمساحة كافية 
إمكانيتو عمى فؾ شفرة الشكؿ تي دور المصمـ في أوىنا ي ،عف التأثيرات البيئية

 .(5انظر الشكؿ ) ،تصميـ الحاسوب وتحقيؽ انسجاـ بيف نظاـ العزؿ وىيئة

 

 

 

 

 

 (5)شكل

 ضافة النحاس كمادة معالجة لمطرح الحراريا  لية الحذف في المراوح و آيبين 
http://www.smeadvisor.com)) 
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 مؤشرات الإطار النظري: (1-12)

آخر في المنتج مف غير انقطاع  إلى.تتضح آلية العزؿ الحراري مف وسط 1
 ،محسوس)المواد الموصمة والأجيزة الناقمة( بوساطة أساليب التوصيؿ والحمؿ

أو انقطاع محسوس)المواد العازلة( في الغلاؼ الخارجي لمحاسوب لضرورة 
 ا. تقميؿ المخاطر مف قابمية الاشتعاؿ أو التغيير مف ملامح سطحي

.إف الخواص الييدروجينية لمماء تجعؿ جزيئاتو غير متراصة وتتحرؾ بحرية 2
كبيرة لذلؾ يكوف توصيؿ الحرارة فيما بينيا أضعؼ وتستوعب قدر أكبر مف 

 تُعدّ مف الخصائص الميمة لمتبريد أجزاء الحاسوب. ،الحرارة

فيزيائية ف يجبر المؤثرات الأ.تعد آليات الحذؼ أو الاقتطاع مف الشكؿ، في 3
 )الحرارة والماء( عمى المشاركة الأدائية لمعزؿ في المنتج. 

.إف المعالجات التصميمية وفؽ آلية الاختزاؿ والتكثيؼ تمكف المنتج بتوفير 4
 .مساحة آمنة مف تأثير الحرارة والماء

غير  ،ةالإلكترونيجاءت أساليب الغمؽ والنفاذ لمنافذ المدخلات والمخرجات .5
 .محققة لمتكامؿ الوظيفي بيف نظامي العزؿ الحراري والمائي

 :إجراءات البحث -اثانيً 

لمتحميؿ والوصؼ العممي  ااتبع الباحث المنيج الوصفي في تحميؿ العينة أساسً 
( HPأجيزة الحاسوب المنتجة مف قبؿ شركة ) ،تضمف مجتمع البحث ،لعينات البحث

 .2019 – 2018ميركية في الأعواـ الأ

 : أداة البحث 2-1
اعتمد  ،نتائج عممية دقيقة إلىولأجؿ التوصؿ  ،لغرض القياـ بعممية التحميؿ

فضلا عف إجراء الزيارات  ،لغرض الوصؼ والتشخيص *الباحث استمارة الملاحظة



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              والأربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق الأوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 322 

مف خلاؿ اعتماد المقابمة  ،لمعرفة أنواع أجيزة الحواسيب *الميدانية للأسواؽ المحمية
المختصيف بصيانة  ***الانتباه عمى خبرة محددة مرت بيا ورش الميندسيفوالتي تركز 
بإعداد  ،وذلؾ لمعرفة الآثار الخاصة التي أحدثتيا تمؾ الخبرة عميو ،الحاسوب

 ،****مجموعة أسئمة تخص موضوع البحث الحالي" فضلا عف تصميـ استمارة تحميؿ
  مف خلاليا بالتحميؿ. وكما يمي: حدد مف خلاليا المحاور الرئيسة والفرعية التي سيقوـ

 .وؿ: المتغير الشكمي لمنتج الحاسوب وارتباطو بأنظمة العزؿالمحور الأ-

 ـعمؿ الحاسوب. المحور-  الثاني: تبادلية العلاقة بيف وظائؼ العزؿ الحراري والمائي لنظا

 :الوسائل الإحصائية 2-2

 : وىي ،نتائج البحثتـ استخداـ الوسائؿ الإحصائية الآتية لغرض التحقؽ مف 
 .لغرض التحقؽ مف النتائج الرقمية حساب التكرارات والنسبة المئوية

 وصف وتحميل عينات البحث: (2-3)

 وصف وتحميل الأنموذج الأول: .1

 

 

 

 

 المحور الأول: المتغير الشكمي لمنتج الحاسوب وارتباطه بأنظمة العزل.

جاءت المتغيرات الشكمية لنظاـ العزؿ الحراري والمائي متغيرة عف الأطر التقميدية 
لوحدة الرئيسة لنظاـ ا( مف خلاؿ All-in-One)التصميـ الحديث في الحاسوب المكتبي 

 ،الصوت مكبر ،المفاتيحلوحة  ،الفارة ،التشغيؿ)الصندوؽ( مع الوحدات المنفصمة )الشاشة
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وخروج المصمـ مف الضاغط الوظيفي في تحديد  ،الطاقة( في الحاسوب المكتبي مجيز
معمـ أو شكؿ مف خلاؿ تجميع الوحدات الرئيسة حوؿ محور مركزي يجمع بيف وظائؼ 
)الصندوؽ والشاشة( فضلا عف مكبر ومنفذ مخرج الصوت في تكويف واحد وىذا النمط 

 .الموحية نظاـ الأجيزة ا ىو محاكاة لتصميـجاء متوافقً 

والذي يجيز الطاقة الكيربائية للأجزاء  ،ف مجيز القدرة المنفصؿأ إلىبالإضافة 
 ( مف الطاقة وىو لا يتوافؽ مع حجـ%43ة وخاصة الشاشة التي تستيمؾ )الإلكتروني

التغذية الكيربائية ويتزامف معو تزايد الانبعاث الحراري الشاشة الكبيرة مما يزيد العبء 
نظاـ تبريد ذاتي خاؿٍ مف مسرب الحرارة والمراوح أو منافذ التيوية  إلىفضلا عف افتقاره 

فضلا عمى ذلؾ كذلؾ لـ توظؼ تقنية العزؿ الحراري بواسطة الحمؿ  ،قؿ تقديرأعمى 
 ا.ذ تبدد الحرارة خارجً القسري في شريحة بطاقة الفيديو والاكتفاء بمناف

  المحور الثاني: تبادلية العلاقة بين نظامي العزل الحراري والمائي لأداء الحاسوب.
إف أساليب العزؿ الحراري المتوافرة في الأنموذج تتمثؿ بنظاـ الحمؿ الحراري  

وتعدد الأنابيب  12mmزعنفة و بحجـ  23بالمروحة التقميدية في الحاسوب المحموؿ بػ
مف مادة النحاس النقي زائدا موصلات منافذ المسرب الحراري في  (2الموصمة بواقع )

عدـ توظيؼ الأسموب التقميدي لمنفذي السحب والطرح في دائرة  إلىوافتقر  ،الجزء السفمي
 ،تبريد المعالج والاكتفاء بمنافذ الطرح فقط ذلؾ يحقؽ أداءيف مختمفيف في وظيفة واحدة

لأوؿ يمنع مرور ىواء السحب البارد والاكتفاء بسحب اليواء الساخف مما يقمؿ مف فا
خر فيو إضافة أما الأداء الآ ،التبادؿ اليوائي وبالتالي يزيد مف الحرارة أثناء الاستخداـ

ذلؾ إف عدـ دخوؿ اليواء ىو منع مرور الغبار والماء والرطوبة بشكؿ  ،تقنية مف المصمـ
 ؛عمى منافذ المسرب الحراري مف تراكـ الغبار اف وجد عمى سطحو مباشر كذلؾ الحفاظ

فكرة العزؿ مف خلاؿ النظاـ المغمؽ  توبذلؾ جاء ،الخارج إلىبسبب آلية الدفع اليوائي 
تتكيؼ مف خلاؿ فضلا عف أساليب العزؿ المائي  ،)الإخراج الحراري وعدـ الإدخاؿ(

المممس الناعـ والمقاوـ لمصدأ لمادة الألمنيوـ وخامة الزجاج المسطحة دوف توظيؼ إطار 
 .خارجي وتحديد الإطار بالموف الأسود
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 .وصف وتحميل الأنموذج الثاني:1

 

 

 
 

 لمحور الأول: المتغير الشكمي لمنتج الحاسوب وارتباطه بأنظمة العزل.ا

الشكمي، بخروج المصمـ عف كؿ ما ىو تقميدي، مف يتمثؿ الإثراء في النظاـ 
فالأوؿ  ،خلاؿ تصميـ الييكؿ الذي اعتمد فيو عمى جزأيف لتمكيف تعدد الاستخداـ

( والثاني التحكـلوحة  ،يتمثؿ بالجزء الثابت في الصندوؽ والذي يتضمف)لوحة المفاتيح
و منفذ ( وىMICRO-USBمع ) ،الموحييتمثؿ بالجزء المتحرؾ )شاشة الحاسوب 

نظـ العزؿ  وليإوىذا ما يتوافؽ مع  ،ة(الإلكترونيواحد لمياـ المدخلات والمخرجات 
ة بواسطة منفذ واحد تتصؿ بو الإلكترونيعداد المنافذ المائي بفعؿ الاختزاؿ النمطي لأ

 الخارجي. الإلكترونيكوابؿ حسب الاستخداـ 

بالجزء المتحرؾ في  ف متطمبات العزؿ الحراري والمائي تقع بشكؿ أساسٍ إ ،ذلؾ
ة الباعثة لمحرارة فضلا الإلكتروني( وما يحمؿ مف الأجزاء الموحيتكويف الشاشة )الحاسوب 

عف عدـ توظيؼ  فضلًا  ،نظاـ العزؿ إلىوبالتالي تفتقر  ،ةالإلكترونيعف منافذ المخرجات 
وأما في الجزء الآخر بالصندوؽ  ،أنظمة التبريد التي تتلاءـ مع مواصفات الأنموذج

ة البسيطة الإلكترونيفيتطمب نظاـ العزؿ المائي لحماية سطح لوحة المفاتيح والتركيبة 
  ة.الإلكترونيالمتعددة المنافذ 
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 المحور الثاني: تبادلية العلاقة بين نظامي العزل الحراري والمائي لأداء الحاسوب.

محموؿ( وما يقدمو مف منافع  ،لموحياعمى الرغـ مف تصميـ الحاسوب) 
منفذ بطاقة  ،توظيؼ منافذ ميمة مثؿ )منفذ الشبكة إلىإلا إنو يفتقر  ،متعددة لممستخدـ
وتمت معالجة ىذا النقص مف  ،(3.0منفذ الناقؿ التسمسمي العاـ  ،الفديو التسمسمي

( في الجزء المتحرؾ لمشاشة والذي يؤدي MICRO-USBخلاؿ المنفذ الرئيس)
والثانية تحقيؽ  ،لموحي بالصندوؽامخصصة لاتصاؿ الحاسب  :الأولى :وظيفتيف

وبذلؾ  ،ة بوساطة اتصاؿ الكوابؿ المخصصة لأدائياالإلكترونيالوظائؼ المتعددة لممنافذ 
ف الإرباؾ إلا إ ،تُعد معالجة ضمنية لمعزؿ باختزاؿ المنافذ في الجزء المتحرؾ لمشاشة

أما نظاـ العزؿ الحراري في  ،ت مف تأثير الماءيتضح بعدـ معالجة منافذ الجزء الثاب
الأنموذج الحالي يتمثؿ في انتقاؿ الحرارة بالحمؿ الطبيعي ويتضح افتقار ىذا النمط مف 

إذ تخمو مف المسرب الحراري عمى سطح  ،المفردات الأساسية للازمة لانتقاؿ الحرارة
والاعتماد عمى  ،ؿ اليوائيجانب عدـ توظيؼ منافذ لمتباد إلىالأجزاء المنتجة لمحرارة 

ة الإلكترونيتبريد المعالج والأجزاء الأخرى مف خلاؿ الوعاء الحاوي لمكونات الحاسوب 
( والمصنوع مف مادة الذي يتصؼ بخصائص الانكسار الضوئي وما يحممو ،)الألمنيوـ

وفي ذات الوقت يتصؼ بخواص فائقة التوصيؿ  ،مف طيؼ الأشعة تحت الحمراء
شعاعو  والتحمؿ الحراري مما يجعمو المصدر الوحيد والطبيعي لنقؿ الحرارة مف خلالو وا 

 .عف خواصو بمقاومتو لمصدأ ج فضلًا الخار  إلى

 :.وصف وتحميل الأنموذج الثالث1
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 العزل.المحور الأول: المتغير الشكمي لمنتج الحاسوب وارتباطه بأنظمة 

 ،ةالإلكترونية ترتبط بعممية توزيع وتعدد المنافذ الإلكترونيف المواصفات إ
( وخفيفة Slimإنتاج نمط جديد مف الحاسبات النحيفة ) إلىفالشركات الصناعية تسعى 

ويتضح في الأنموذج فعؿ النمط  ،الوزف تسيؿ عمى المستخدـ وظائؼ الحمؿ والتنقؿ
دخاليا في دائرة الفعؿ الوظيفي والجمالي ذلؾ إف توظيؼ منافذ الطرح الحراري  ،الحديث وا 

ا عف النظاـ التقميدي للأجيزة المحمولة التي توظؼ في المسقط مف الخمؼ يُعد خروجً 
ر تعرض الجانبي عادةً وبوجودىا في الجانب الخمفي توفر مساحة آمنة تقمؿ مف مخاط

ربعة أعف ذلؾ إف المسقط السفمي يرتكز عمى  فضلًا  ،الموحة الأـ والمعالج لتأثير الماء
 ا لتحقيؽ التبادؿ اليوائي.( وىي مساحة ضيقة جد  3mmارتفاع الواحدة منيا ) ،مساند

 المحور الثاني: تبادلية العلاقة بين نظامي العزل الحراري والمائي لأداء الحاسوب.

ة الإلكترونيإف ضيؽ المسافة مف الأسفؿ يقمؿ مف التبادؿ الحراري لممكونات  
وبذلؾ جاء  ،المجاورة في الموحة الأـ مما يزيد مف ارتفاع معدلات الحرارة أثناء الاستخداـ

كذلؾ إف توظيؼ خامة  ،الطرح الحراري(-فكرة العزؿ مف خلاؿ النظاـ المفتوح )السحب
في التوصيؿ  ،ؼ الحاسوب تعزز النواحي الجمالية والوظيفيةالألمنيوـ الرئيسة في تغمي

الخارج خاصة في  إلىا لنقؿ الحرارة منو ا طبيعي  والتحمؿ الحراري مما يجعمو مصدرً 
كذلؾ لـ توظؼ تقانات العزؿ الحراري بواسطة الحمؿ القسري في  ،الأجزاء الباعثة لمحرارة
تتكيؼ مف خلاؿ المممس الناعـ والمقاوـ لمصدأ  ما العزؿ المائيأ ،شريحة بطاقة الفيديو

كما ذكرنا لمادة الألمنيوـ ومطاوعتيا باتجاىات عناصر الخطوط المائمة والمنحنية في 
زوايا الأنموذج مما يقمؿ مف بقاء الماء أو السوائؿ الأخرى عمى السطح الأممس أف يكوف 

لعلاقة بيف نظامي العزؿ الحراري وبذلؾ إف تبادلية ا ،كارىا لبقاء الماء عميو ومنع بقائو
 حد ما لخامة الألمنيوـ العازلة لمماء والناقمة لمحرارة. إلىا والمائي جاء متوافقً 
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 :نتائجال
 للأنموذج( الكؿ في واحد All-in-One)جاء التصميـ الحديث في الحاسوب المكتبي . 1

المنتجة  ئياالتبادؿ اليوائي لموحة الأـ وأجزا إلىذ تفتقر ؛ إ(غير متفؽ مع نظاـ التبريد1)
مع نظاـ  متلائـ نوإلا إ ،لمحرارة والاكتفاء بالية الطرح اليوائي لممنافذ في المسقط السفمي

لموحة المفاتيح والفارة  شعة الراديو(أ)ا لتوفر تقنية الاستخداـ عف بعدنظرً  ،العزؿ المائي
 .ـ والشاشةالموحة الأالمائي عف  مما يبعد الضرر ،ولوحة الممس

-MICROة بوساطة المنفذ )الإلكتروني.اتفؽ نظاـ العزؿ المائي مع آلية المدخلات 2

USB). 

فقد استقؿ  ،تحقؽ الارتباط الوظيفي لنظاـ العزؿ المائي بالمتغير الشكمي.3
مف خلاؿ طريقة إخفاء منافذ التيوية بيذه العلاقة الوظيفية  (2-1) افالانموذج
اء بيف الموحة الأـ في الأعمى وتحقيؽ مسافة آمنة مف تأثير وصوؿ الموالصوت 

  ة في الأسفؿ.الإلكترونيالمدخلات منافذ و 
 ،(3لـ يتحقؽ التبادؿ الوظيفي بيف نظامي العزؿ الحراري والمائي في الأنموذج ).4

 بسبب ظيور منافذ الطرح اليوائي المعرضة لنفاذ الماء.
نظاـ تبريد لبطاقة الفيديو والذي يوازي معدؿ الانبعاث  لىإ( 3.2،1.افتقرت النماذج)5

 .الحراري ليا بمعدلات حرارة المعالج
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 :الستنتاجات
ة المتعددة عمى المساقط الأمامية والجانبية تًعد ممرات الإلكترونيف توزيع المنافذ إ.1

 .ء في الحاسوب المحموؿ والمكتبي والموحيسيمة لمرور الما
الفارة(  ،اللاسمكية في الأجزاء الممحقة بالحاسوب)لوحة المفاتيح الراديو.توفر تقنية 2

 تناغما مع نظاـ العزؿ المائي.
الحمؿ( يًعد  ،.إف الأشكاؿ الأساسية لانتقاؿ الحرارة المشتركة مابيف )التوصيؿ3

ف أداء تصاميميا مف الأسموب الأمثؿ لمعالجة العزؿ الحراري عمى الرغـ مف تباي
 .خرآ إلىمنتج 

حققت تقنية الربط المغناطيسي لمشاشة مع الصندوؽ الصيغة المثمى مع نظاـ  .4
 العزؿ المائي.

. تنسجـ مادة الألمنيوـ مع آلية الانتقاؿ الحراري وخاصية التوصيؿ وانعكاس 5
 .كؿ مف تأثير الماءتألمصدأ وال فضلا عف مقاومتيا ،الإشعاع الحراري مف جية
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 الممحقات
 (1)ممحق رقم 

 ملاحظة استمارةم/

 :(Laptop-desktop-tablet)الشركة المصنعة لجياز الحاسوب  -1
 المواد المستخدمة في تغميؼ جياز الحاسوب فضلا عف مواد التوصيؿ الداخمية. -2
 .طبيعة نظاـ العزؿ المائي -3
 نوع منظومة التبريد. -4
 .لوف جياز الحاسوب -5
 .تصميـ العزؿ في لوحة المفاتيح -6
 .المستخدمةتصميـ شاشة العرض  -7
 .(CPU)سرعة وحدة المعالجة المركزية  -8
 .(Memory)حجـ الذاكرة  -9

 .(VGA)نوع كارت شاشة العرض  -10
 .ارتفاع المساند الأرضية لمحاسوب -11
 .ةالإلكترونيالتيوية والمنافذ ذ عدد مناف -12
13-  

 استمارة محاور التحميل
 

 محاور التحميل
 غير متحقق امتحقق نسبيً  متحقق

 عدد
 التكرارات

 النسبة
 المئوية

 عدد
 التكرارات

 النسبة
 المئوية

 عدد
 التكرارات

 النسبة
 المئوية

المتغير الشكمي لمنتج الحاسوب  أولً 
 .وارتباطه بأنظمة العزل

 صفر% - صفر% - 42% 2

تبادلية العلاقة بين وظائف العزل  اثانيً 
الحراري والمائي لنظام عمل 

 الحاسوب.
 %42 2 صفر% - صفر% -
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 الهوامش
 ( 1ينظر ممحؽ) 
 -  منتجات حاسبات شركة النبع- ( شريؾ العمؿ والوكيؿ الحصري لشركةhp ،في العراؽ )

--/http://android.androidsoftware.us/Applications)شارع الصناعة.  -بغداد

214347.html). 

جراء مقابمة مع  :وا 
 .مدير شركة النبع:السيد عمي -
  .( الميندس:عمي حارث جاسـhpإجراء مقابمة مع مسؤوؿ جناح منتجات شركة) -
 .، شركة النبعميندس الحاسبات، سجاد رعد سمماف إجراء مقابمة مع -

 أجريت مقابمة مع ميندس الكيرباء: يوسؼ عوني يوسؼ، قسـ صيانة الحاسبات لشركة النبع. 
سبات ( المتخصصة بصيانة أجيزة حاhp، شركة )حمد عبدالله جابرأ :مقابمة مع الميندس كيرباء 

 شارع الصناعة.-، بغدادالشركة
 ( 3ينظر الممحؽ رقـ). 
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